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虽然中国大陆封测产业的市

场占比已经达到 28%，且有长电

科技、通富微电子、华天科技三

家 营 收 跻 身 全 球 前 十 的 封 测 企

业。但在中高端市场，我国封装

企业的话语权有待提升，需要持

续攻关，掌握先进封装技术，做

好人才储备、产业生态建设，并

提升市场响应能力。

顾文军表示，当前中国封装产

业还存在着许多挑战：一是与国际

大厂在先进封装技术的差距需要进

一步缩小；二是产业链的完善程度

有待提升，需补齐、强化在光刻胶、

电镀液、粉末树脂等材料和制造设

备领域的短板和弱项；三是人才供

给面临紧缺；四是 3D IC 堆叠和

Fan-out扇出封装等先进封装技术

是发展最快的先进封装平台，需加

强对先进封装平台和技术的布局；

五是供应链的延伸导致封测产业的

竞争加剧，终端厂商进入 IC 设计，

晶圆跨界封装越来越成为趋势。

莫大康表示，中国半导体封装

业必须两头抓。首先要大力开发先

进技术，进军高端市场。

“如果仅仅聚焦于中低端市

场，推出低附加值的产品技术，企

业很难形成规模并做强做大。我国

封装企业必须加强研发与投资，积

极开发先进技术，结合巨大的应用

市场，走以产品为特色的发展路

径。SiP、Chiplet 等技术是重点研

发方向。”莫大康说。

同时，中国半导体封装业需进

一步提升竞争力和国际话语权。

“在先进封装技术中，由于大

部分技术是近 10 年发展起来的，

各国从业者几乎处在同一起跑线

上。必须树立信心、集中资源、扎

实工作，搜罗优秀人材，加强合

作，在全球封装中开出一条新的路

径。”莫大康表示。

顾文军指出，我国封测产业要

从四个方面提升竞争力。一是当前

形势下，最需要的是战略定力。要

敢于坚持得到实践证明的有效做

法，并加以改进完善，避免运动

式、间歇式的攻关。二是不能孤

立、被动的应对“短板”问题，必

须有系统性的策划，通过整体能力

的提升、局部优势的建立，形成核

心竞争力。三是创新不是“自己创

新”，必须坚持开放合作。要发挥

中国市场潜力，开拓新的空间，掌

握核心技术，在全球产业分工中从

价值链低端走向高端。四是在集成

电路产业发展中，产业链、创新

链、金融链“三链融合”是必由之

路，需要更专业的投融资平台和更

宽松的信贷政策扶持。

唐伟炜表示，中国封测产业要

做大做强，首先要从人才培养入

手，将高端人才吸引到封测产业；

同时要提升产业链完善程度，增强

对关键 IP、材料、设备的研发攻

关，这样封测产业才能配合上游环

节，提升对市场需求的响应速度；

此外，封测企业既要有潜心研究的

定力，也要有紧跟市场的魄力，要

提前做好技术积累和产能规划，获

得更多发展机遇。

先进封装：

新兴技术带来市场增量
本报记者 张心怡

在我国封测企业通过国际并购和研发创新加速成长，全球封测市场持续回暖的背景下，我国封测产业
实现了快速发展。中国半导体协会数据显示，大陆封测市场规模从2012年的1034亿元增长至2018年的
2196亿元。在2019年封测市场，中国大陆占比达到28%，仅次于中国台湾。但也需看到，在先进封装领
域，我国企业与国际龙头仍存在较大差距，且在台积电、三星等晶圆和IDM厂商持续加码先进封装的情况
下，围绕先进封装技术的争夺会更加激烈。我国企业需要卡位先进封装，把握市场机遇，提升在中高端市
场的竞争力与国际话语权，推动我国封测产业的高质量、高端化发展。

顺应电子元器件小型化、多功

能、缩短开发周期等需求，先进封装

在半导体产业的比重稳步提升。

Yole预计，2018—2024年，先进封装

市场的年复合增长率为 8%，预计在

2024 年达到 440 亿美元左右，而同

一时期，传统封装市场的年复合增

长率仅为 2.4%。为抢占技术高地，

全球主要封测厂、晶圆厂、IDM都在

加紧布局先进封装。

早在 2015 年，长电科技就获得

了苹果的 SiP（系统级封装）模组订

单。近年来，我国在SiP封装领域取

得了一系列成果。长电科技成功于

2020年 4月通过全球行业领先客户

的认证，实现双面封装SiP产品的量

产。通富微电子推出了引脚数分别

为 8、9、10 的 SiP 封装方案。天水华

天已经具备基于 FOWLP、FC、WB

等互连方式的SiP封装方案。

业界专家莫大康向《中国电子

报》指出，集成是“超越摩尔定律”的

一个关键方面，而SiP能在不单纯依

赖半导体工艺缩放的情况下，实现

更高的集成度。

“SiP不再一味关注摩尔定律带

给芯片的性能上升和功耗下降，而

是从市场需求出发，实现终端电子

产品的轻薄短小、多功能、低功耗等

特性。在行动装置与穿戴装置等轻

巧型产品兴起后，SiP的重要性日益

显现。”莫大康说。

从技术研发来看，SiP涉及的多

为封装厂已经具备的技术，但是集成

多种芯片的封装结构，对厂商的机台

配比和管理能力提出了更高要求。

“在 SiP 封装技术中，一个封装

体里面可能有几十颗裸芯片，如果一

个几分钱的裸芯片坏了，就会把几十

颗裸芯片都浪费掉，非常考验厂商的

管理能力。同时，厂商需要围绕SiP

需求布置产线，或对原有的机台配比

进行调整，并保证机台的利用效率。”

摩尔精英副总裁、速芯微电子董事长

唐伟炜向《中国电子报》表示。

除了系统级封装，晶圆级封装、

3D 封装也是封装业发展的主要趋

势 。 Yole 统 计 显 示 ，2018 年

FLIP-CHIP技术占整个先进封装市

场份额的 80%以上，预计到 2024 年

FLIP-CHIP 份额将降至 70%左右。

未来五年，预计先进封装市场成长最

快速的技术是扇出型封装和硅通孔。

先进封装对延续摩尔定律生命

周期的重要性，也引起了晶圆厂商

和 IDM 厂商的重视。CINNO Rearch

相关负责人向《中国电子报》记者指

出，在后段异质高阶封装技术水平

越来越高的发展情况下，封装势必

融入前段工艺，为客户提供“一条

龙”式最高经济效益的生产方式，这

是晶圆厂商布局先进封装的优势所在。

芯谋研究首席分析师顾文军向

《中国电子报》记者指出，晶圆级封

装和 3D 封装是未来主要的封装趋

势，台积电、中芯国际等晶圆代工厂

和三星等 IDM 涉足先进封装业务，

将对整个封装产业带来巨大影响。

台积电引入 CoWoS（基片上晶圆封

装）作为用于异构集成硅接口的高

端先进封装平台以来，从 InFO（集

成式扇出技术）到SoIC（集成芯片系

统），再到 3D 多栈（MUST）系统集

成 技 术 和 3D MUST-in-MUST

（3D-mim 扇出封装），进行了一系

列创新。三星推出了 FOPLP（扇出

型面板级封装）技术，英特尔推出了

逻辑芯片的3D堆叠封装方案Fove-

ros，中芯国际与长电科技联合成立

的中芯长电发布了超宽频双极化的

5G 毫米波天线芯片晶圆级集成封

装 SmartAiP。未来晶圆厂、IDM 将

成为推动先进封装在高端市场渗透

的重要力量。

由于疫情对世界经济造成冲

击，下游终端市场需求不振，全球产

业链供应链出现阻断，市调机构对

于2020年半导体营收的预测出现不

同程度的下调。但是，以 5G、AI、汽

车电子为代表的新兴技术，将带动

各行各业的智能化、数字化、信息化

转型，对电子元器件的需求也将大

幅上升，为我国半导体产业带来广

阔的市场机遇，并形成封装产业的

市场增量。

顾文军向记者指出，5G、高性能

计算、汽车电子、CIS 是拉动封装产

业成长的重要动能。

在5G方面，由于5G芯片天线数

量激增且可用面积维持不变，AiP封

装成为厂商的理想解决方案，AiP主

要采用SiP或PoP结构，将RF芯片置

入封装，以实现缩小体积、减少传输

距离并降低信号传输损耗的目的。

“先进封装工艺的需求与日俱

增，但产能却没有跟上，是目前封测

产业的市场机遇。其中 SiP 技术的

发展是我国封装企业很好的发展机

会。”顾文军说。

高性能计算方面，高性能计算机

以及高频、高速、高可靠、低延迟、微系

统集成等需求推动了 AiP、FC、2.5D

和3D、扇进和扇出型封装等先进封装

技术的应用。同时，汽车电子和CIS

也将对封装产业起到拉动作用。

“相比传统汽车，新能源汽车需

要用到更多的电子器件，由汽车电子

带动的相关市场是封测发展的重要

机会。”顾文军表示，“在CIS方面，过

去几年手机拍照是最大的终端用户

市场。未来五年，汽车电子、医疗、安

防等也将为CIS注入发展动力，并形

成封测业务的市场增量。”

唐伟炜表示，交通、建筑、照明、

安防、家居等传统产业在智能化转

型的过程中，对于电子元器件的需

求将大幅提升，为封测业带来广阔

的市场空间。以楼宇照明为例，传

统的灯管费电且不智能，如果换成

LED照明，并通过服务器来控制，实

现智能感应，可以极大地降低功耗。

“一平方米的楼宇照明，就要用

到大约 2000 多颗 LED 的小芯片。

同理，未来插座也将通过感应芯片

实现自动断电，加上楼房里的监控、

安防系统，都要用到大量的芯片。

在智能家居方面，语音控制芯片以

及配套的射频、连接芯片，现在已经

能看到实实在在的需求，起量很

快。”唐伟炜表示。

厂商竞相卡位先进封装
未来晶圆厂、IDM 将成为推

动先进封装在高端市场渗透的重
要力量。

新兴技术带来市场增量
先进封装工艺的需求与日俱

增，但产能却没有跟上，是目前封
测产业的市场机遇。

从价值链低端走向高端

封测企业既要有潜心研究的定力，也要有紧跟市场
的魄力，要提前做好技术积累和产能规划，获得更多发
展机遇。


